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Head suspension for magnetic disk drives, includes measurement terminal 
for measuring head integrated circuit chip and is located between connection 
terminals 
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Abstract of DE1 01 06338 

A pair of connection terminals are connected to a head (4) and external terminals, respectively. 
Another pair of connection terminals are connected to a head IC for processing signals from the head. 
A pair of conductive paths connect respective pairs of connection terminals. A measurement terminal 
for measuring head IC, is located between two connection terminals. Independent claims are also 
included for the following: (a) Disk device; (b) Head integrated circuit testing method; (c) Head gimbal 
assembly manufacturing method 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Kopfaufhangung fur ein Plattengerat, Plattengerat und Kopf-IC-Testverfahren 

(5?) Dlese Erfinduhg betrifft eine Kopfaufhangung mit ei- 
nem Kopf-IC, und sie macht es moglich, das Prufen des 
Kopf-ICs zu vereinfachen und die Kosten der Kopfaufhan- 
gungzu reduzieren. Ein erster Verbindungsanschluft, wel- 
cher eine elektrische Verbindung zu dem Kopf herstellt; 
ein zweiter Verbindungsanschlufc, welcher eine Verbin- 
dung zu externen Schaltkreisen herstellt; dritte und vierte 
Verbindungsanschlusse, welche eine elektrische Verbin- 
dung zu dem Kopf-IC herstellen, der das elektrische Si- 
gnal von dem Kopf verarbeitet; ein erster Leitungsweg, 
welcher den ersten Verbindungsanschlufc mit dem dritten 
Verbindungsanschlufc verbindet; ein zweiter Leitungs- 
weg, welcher den zweiten VerbindungsanschluS mit dem 
vierten Verbindungsanschlufc verbindet; und ein MefJan- 
schlufc, welcher zwischen dem zweiten Verbindungsan- 
schlufc und dem vierten Verbindungsanschlufc angeord- 
net ist, sind auf der Kopfaufhangung gebildet. Mit dieser 
Erftndung wird, wenn der Kopf-IC installiert worden ist 
bevor der Kopf installiert wird r die Kontaktgebung der 
Sonden zum Prufen des Kopf-ICs einfacher. 
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Beschreibung 

Hintergrund der Erfindung 

Technisches Gebiet der Erfindung 

[0001] Diese Erfindung betrifft eine Kopfaufhangung zurn 
Halten eines Kopfes eines Plattengerates, ein Plattengerat, 
welches diese verwendet, und ein Testverfahren fiir einen 
Kopf-IC (IC = integrated circuit = integrierter Schaltkxeis). 

Beschreibung des relevanten Standes derTechnik 

[0002] Plattengerate zurn Lesen eines Plattenspeicherme- 
diums unter Verwendung eines Kopfes werden in weitern 
Umfang verwendet. Beispielsweise umfassen Magnetplat- 
tenlaufwerke, die als Speichervorrichtungen fiir Computer 
verwendet werden, eine Magnetplatte, einen Spindelrnotor, 
welcher die Magnetplatte drehantreibt, einen Magnetkopf 
zurn Lesen von der oder zum Schreiben auf die Magnet- 
platte, und einen VCM-Stellantrieb (VCM = voice coil mo- 
tor = Tauchspulenmotor), welcher den Magnetkopf auf eine 
Spur auf der Magnetplatte positioniert 
[0003] Die Speicherdichte dieser Art von Plattenlaufwer- 
ken nimmt stark zu, ebenso wie die Spurendichte auf der 
Magnetplatte. Es ist insbesondere moglich, die Dichte durch 
Verwendung eines MR(GMR, TMR)-Kopfes als Magnet- 
kopf zu vergroBern. Deshalb ist auch eine Hochprazisions- 
Vorrichtung zum Verarbeiten des Kopf sign als erwunscht. 
[0004] In einer Magnetplattenvorrichtung wird der Ma- 
gnetkopf durch eine Aufhangung gehalten. Die Aufhangung 
ist an dem Wagenarm eines VCM-Stellantriebes befestigt. 
Die Aufhangung hat Federeigenschaften und funktioniert 
so, daB der Magnetkopf der Oberflache der Magnetplatte 
folgt. Der Magnetkopf fuhrt eine Eingabe/Ausgabe eines 
Analogsignals durch und ist deshalb mit einem Kopf-IC 
zum Verarbeiten des Analogsignals ausgestattet. Der Kopf- 
IC umfaBt einen Vorverstarker zum Verstarken des Lesesi- 
gnals des Magnetkopfes, und einen Schreibverstarker zum 
Liefern eines Schreibstromes an den Magnetkopf. 
[0005] Normalerweise ist dieser Kopf-IC an dem Wagen- 
arm an einer S telle am Hinterende der Aufhangung befe- 
stigt. Daruber hinaus ist der. Kopf-IC mit dem Magnetkopf 
durch Leitungsdrahte auf der. Aufhangung verbunden. Im 
Fall einer schwachen Magnetkopfausgabe, wie etwa im Fall 
der jungeren MR-K6pfe ist es jedoch nicht moglich, den 
Rauscheffekt zu ignorieren, welcher sich in den langen Lei- 
tungsdraht mischt. 

[0006] Wenn der Leitungsdraht lang ist, dann wird zusatz- 
lich die Anstiegszeit und die Abfallzeit des Pulssignals 
(Schreibpuls) lang, so daB es ein Problem insoweit gibt, daB 
es schwierig wird, Daten mit hoher Geschwindigkeit zu 
ubertragen. Deshalb wird vorgeschlagen, den Kopf-IC-Chip 
auf der Aufhangung zu plazieren, um den Abstand zwischen 
dem Magnetkopf und dem Kopf-IC zu verkiirzen. 
[0007] Mit dieser Art Konstruktion ist es notwendig, jede 
Aufhangung zu testen. Herkommlicherweise ist ein Gleiter, 
auf welchem der Kopf-IC und der Magnetkopf angeordnet 
sind, an der Aufhangung befestigt und bildet eine HGA 
(HGA = head gimbal assembly = Kopf-Kardananordnung), 
sodann wird diese HGA veranlaflt, uber dem Plattenmedium 
zu schweben, und durch das magnetische Lesen/Schreiben 
des Kopfes werden der Betrieb des Kopf-ICs und der Ver- 
bindungsstatus gepriift. 

[0008] AUerdings werden mit dem fruheren Verfahren der 
Kopf und der Kopf-IC der HGA-Einheit zusammen gepriift, 
so daB dann, wenn einer als fehlerhaft festgestellt wird, die 
gesamte HGA als fehlerhaft angesehen wird. Deshalb be- 



steht ein Problem dahingehend, daB die Ausbeute abnimmt 
und es schwierig ist, die Kosten niedrig zu halten. 

Zusammenfassung der Erfindung 

5 

[0009] Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Kopfauf- 
hangung, eine Piattenvorrichtung und ein Testverfahren 
zum Testen des in der Aufhangung installierten Kopf-ICs zu 
schaffen. 

10 [0010] Eine andere Aufgabe der Erfindung. ist es, eine 
Kopfaufhangung, eine Piattenvorrichtung und ein Testver- 
fahren zum einfachen Testen des in der Aufhangung instal- 
lierten Kopf-ICs zu schaffen. 

[0011] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine 

15 Kopfaufhangung, eine Piattenvorrichtung und ein Testver- 
fahren zum Testen des Kopf-ICs zu schaffen, welche die 
Ausbeute der Kopfanordnung verbessem. 
[0012] Um diese Aufgaben zu losen, umfaBt die Kopfauf- 
hangung dieser Erfindung: einen ersten Verbindungsan- 

20 schluB, welcher eine eiektrische Verbindung mit einem 
Kopf herstellt; einen zweiten VerbindungsanschluB, welcher 
eine Verbindung mit externen Schaltkreisen herstellt; dritte 
und vierte Verbindungsanschliisse, welche eine Verbindung 
mit einem Kopf-IC zum Verarbeiten eines elektrischen Si- 

25 gnals von dem Kopf herstellt; einen ersten Leitungsweg, 
welcher den ersten VerbindungsanschluB mit dem dritten 
VerbindungsanschiuB verbindet; einen zweiten Leitungs- 
weg, welcher den zweiten VerbindungsanschluB mit dem 
vierten VerbindungsanschluB verbindet; und einen MeBan- 

30 schluB, welcher zwischen dem zweiten Verbindungsan- 
schluB und dem vierten VerbindungsanschluB des zweiten 
Leitungsweges angeordnet ist, und welcher dazu dient, Mes- 
sungen am Kopf-IC durchzufuhren. 

[0013] Daruber hinaus umfaBt die Piattenvorrichtung ge- 

35 rriaB dieser Erfindung: einen Kopf, um wenigstens ein Plat- 
tenmedium zu lesen, eine Kopf-IC, welcher das eiektrische 
Signal von dem Kopf verarbeitet, eine Kopfaufhangung, 
welche den Kopf-IC enthalt und welche den Kopf tragt, und 
einen Stellantrieb, welcher die Kopfaufhangung tragt und 

40 den Kopf gegeniiber dem Plattenmedium bewegt; und wo- 
bei die Kopfaufhangung umfaBt: einen ersten Verbindungs- 
anschluB, um eine eiektrische Verbindung zu dem Kopf her- 
zustellen, einen zweiten VerbindungsanschluB, um eine Ver- 
bindung zu externen Schaltkreisen herzusteilen, dritte und 

45 vierte Verbindungsanschliisse, um eine eiektrische Verbin- 
dung mit dem Kopf-IC herzusteilen, einen ersten Leitungs- 
weg, welcher die ersten und dritten Verbindungsanschliisse 
verbindet, einen zweiten Leitungsweg, welcher die zweiten 
und vierten Verbindungsanschliisse verbindet, und einen 

50 MeBanschluB, welcher zwischen dem zweiten Verbindungs- 
anschluB und dem vierten VerbindungsanschiuB des zweiten 
Leitungsweges angeordnet ist und dazu dient, Messungen 
am Kopf-IC durchzufuhren. 

[0014] Daruber hinaus umfaBt das Testverfahren fur den 
55 Kopf-IC gemaB dieser Erfindung: einen Schritt des Instailie- 
rens eines Kopf-ICs zum Verarbeiten des elektrischen Si- 
gnals von dem Kopf, und einen. Schritt des Ansetzens einer 
Sonde an dem KopfaufhangungsanschluB, um die elektri- 
schen Eigenschaften des Kopf-ICs zu testen. 
60 [0015] In dieser Erfindung wird zuerst ein Kopf-IC auf der 
Kopfaufhangung instailiert, und der Kopf-IC wird vor der 
Installation des Kopfes geprUft. Dabei ist es moglich, den 
Betrieb und die Verbindung des Kopf-ICs selbst zu prufen 
und die Kopfanordnung in gute oder fehierhafte Teiie zu 
65 trennen, bevor der Kopf instailiert wird. Deshalb ist es mog- 
lich, die Ausbeute zu verbessem und Kosten der Kopfanord- 
nung niedrig zu halten. 

[0016] Um den Kopf-IC, welcher auf der Aufhangung in- 
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stalliert ist, zu priifen, ist es zweitens notwendig, eine MeB- 
sonde an den AnschluB anzusetzen. Theoretisch ist es durch 
Ansetzen der Sonde an die ersten und zweiten Anschlusse 
anstelLe der an dem Kopf-IC installierten dritten und vierten 
Anschlusse moglich, den Kopf-IC zu priifen. Allerdings ist 5 
der zweite AnschluB fur die externe Verbindung in einer Po- 
sition angeordnet, bei der eine exteme Verbindung leicht ist, 
und es ist nicht leicht, eine Sonde daran anzusetzen. Deshalb 
ist in dieser Erfindung ein MeBanschluB zwischen den zwei- 
ten und vierten Verbindungsanschlussen angeordnet. Das 10 
macht einen Kontakt mit der Sonde leicht, und macht es 
moglich, den Kopf-IC schnell zu priifen. 
[0017] Dariiber hinaus sind bei der Kopfaufhangung ge- 
maB dieser Erfindung der MeBanschluB und der erste Ver- 
bindungsanschluB so angeordnet, daB sie sich in der glei- 15 
chen Ebene befinden wie die Aufhangung, und das bringt 
sogar noch eine Erleichterung fur einen Kontakt mit einem 
Paar Sonden, was es ermoglicht, den Kopf-IC noch schnel- 
ler zu priifen. 

[0018] Zusatzlich sind in der Kopfaufhangung gemaB die- 20 
ser Erfindung die ersten, zweiten, dritten und vierten Verbin- 
dungsanschliisse, die ersten und zweiten Leitungswege und 
die MeBanschlusse unter Verwendung eines DUnnfilm-Mu- 
sters auf der Basis der Aufhangung gebildet, so daB der 
MeBanschluB mit dem gleichen Verfahren wie die anderen 25 
Anschlusse und die Leitungswege gebildet werden konnen, 
was die Konstruktion einfacher macht. 
[0019] Dariiber hinaus werden bei der Kopfaufhangung 
gemaB dieser Erfindung flexible Kabel um die Basis der 
Kopfaufhangung herum verwendet, an der der erste, zweite, 30 
dritte und vierte VerbindungsanschluB, die ersten und zwei- 
ten Leitungswege und der MeBanschluB angeordnet sind, so 
daB es moglich ist, die Basis und die Kabel zu trennen. 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 35 

[0020] Fig. 1 ist eine Draufsicht der Plattenvorrichtung ei- 
ner Ausgestaltung der Erfindung. 

[0021] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht der Plattenvor- 
richtung in Fig. 1. 40 
[0022] Fig. 3 ist eine. vergroBerte Ansicht der Hauptteile 
der Plattenvorrichtung in Fig. 2, 

[0023] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm der Plattenvorrich- 
tung in Fig. 1. 

[0024] Fig. 5 ist eine bildhafte Ansicht der Kopfaufhan- 45 
gung einer Ausgestaltung der Erfindung. 
[0025] Fig. 6 ist eine schematische Ansicht der Kopf-IC- 
PrUf vorrichtung einer Ausgestaltung der Erfindung. 
[0026] Fig. 7 ist eine Zeichnung, welche das Kopf-IC- 
Prufverfahren einer Ausgestaltung der Erfindung erlautert. 50 
[0027] Fig. 8 ist eine bildhafte Zeichnung der Kopfauf- 
hangung einer anderen Ausgestaltung der Erfindung. 
[0028] Fig. 9 ist eine bildhafte Zeichnung der Kopfauf- 
hangung einer noch anderen Ausgestaltung der Erfindung. 

55 

Beschreibung der bevorzugten Ausgestaltungen 

[0029] Die Ausgestaltungen gemaB dieser Erfindung wer- 
den unten in der folgenden Reihenfolge erlautert: Platten- 
vorrichtung, Kopfaufhangung und Testverfahrcn, so wie an- 60 
dere Ausgestaltungen. 

Plattenvorrichtung 

[0030] Fig. 1 ist eine Draufsicht der Plattenvorrichtung 65 
gemaB einer Ausgestaltung der Erfindung, Fig. 2 ist eine 
Querschnittsansicht dieser Plattenvorrichtung, und Fig. 3 ist 
eine vergroBerte Ansicht des Teils in Fig. 2. In diesem Bei- 
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spiel ist ein Festplattenlaufwerk als Plattenvorrichtung ver- 
wendet. 

[0031] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, umfaBtdie Ma- 
gnetplatte 6 eine magnetische Aufzeichnungsschicht, die 
auf einer Basisplatte (disc) gebildet ist. Die Magnetpiatte 6 
hat einen Durchmesser von 3,5 Zoll, und es sind drei Piatten 
im Inneren des Laufwerkes installiert. Ein Spindelmotor 5 
tragt die Magnetpiatte 6 und treibt diese drehend an. Ein 
Magnetkopf (slider = Gleiter) 4 ist auf dem Stellantrieb in- 
stalliert Der Stellantrieb umfaBt einen VCM (voice coil mo- 
tor) 3 vom drehenden Typ, einen Wagenarm 8 und eine Auf- 
hangung 9. Der Magnetkopf 4 ist an der Spitze der Aufhan- 
gung 9 installiert. 

[0032] Der Magnetkopf 4 liest Daten von der oder 
schreibt Daten auf die Magnetpiatte 6. Der Magnetkopf 4 
umfaBt einen Gleiter, welcher ein MR-Element (Reproduk- 
tionselement) und ein Schreibelement aufweist. Der Stellan- 
trieb 3 positioniert den Magnetkopf 4 auf eine gewiinschte 
Spur auf der Magnetpiatte 6. Der Stellantrieb 3 und der 
Spindelmotor 5 sind an der Laufwerksbasis 2 installiert. 
Eine Abdeckung 1 deckt die Laufwerksbasis 2 ab und trennt 
die Innenseite des Laufwerkes von der AuBenseite. Eine ge- 
druckteLeiterplatte 7 ist unterhalb der Laufwerksbasis 2 an- 
geordnet, und sie enthalt die Laufwerkssteuerschaltung. Ein 
Verbinder 10 ist unterhalb der Laufwerksbasis 2 angeordnet, 
und er verbtndet die Steuerschaltung mit der AuBenseite. 
[0033] Wie in der vergroBerten Ansicht der Fig. 3 gezeigt 
ist, sind der Magnetkopf 4 und der Kopf-IC-Chip 20 auf ei- 
ner Seite der Aufhangung 9 angeordnet. Das hintere Ende 
der Aufhangung 9 ist mit einem Stift 50 an dem Wagenarm 8 
angebracht. Ein Extern- VerbindungsanschluB 22 (wird spa- 
ter unter Verwendung der Fig. 5 beschrieben) auf der Auf- 
hangung 9 wird durch die Oberflache auf der Seite des Wa- 
genarmes 8 gefuhrt 

[0034] Zusatzlich ist der Extern- VerbindungsanschluB 22 
mit einem (in der Figur nicht gezeigten) flexiblen Kabel ver- 
bunden, um eine Verbindung mit externen Schaltungen her- 
zustellen. Dieses flexible Kabel ist an der Seite des Wagen- 
armes 8 angeordnet. Da der Extern- VerbindungsanschluB 22 
an der Seite des Armes 8 angeordnet ist, kann er dariiber 
hinaus verbunden werden, ohne daB das flexible Kabel ge- 
bogen werden muB. 

[0035] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm des Steuerschaltkrei- 
ses auf der gedruckten Leiterplatte 7 und innerhalb des 
Laufwerkes. Eine HDC (hard disk controller = Festpiatten- 
steuerung) 18 erzeugt Steuersignale innerhalb der Magnet- 
plattenvorrichtung zum Steuern der Schnittstelle mit der 
CPU zum Empfangen von Befehlen oder Daten von der 
Host-CPU, und zum ■ Steuern des Lese-/Schreib-For mates 
auf dem Magnetpiattenmedium. Ein Puffer 17 wird zum 
zeitweisen Speichem von auf das Magnetpiattenmedium zu 
schreibenden Schreibdaten von der Host-CPU oder zum 
zeitweisen Speichern von Lesedaten, die von dem Magnet- 
piattenmedium gelesen werden, verwendet. 
[0036] Eine MCU (micro controller = Mikrosteuerung) 19 
umfaBt einen Mikroprozessor (MPU), einen Speicher, einen 
DA-Wandler (Digital-Analog- Wandler) und einen AD- 
Wandler (Analog-Digital- Wandler). Die MCU (unten als 
MPU bezeichnet) 19 fuhrt eine Servosteuerung (Positionier- 
steuerung) zum Positionieren des Magnctkopfes aus. Die 
MPU 19 fuhrt ein im Speicher gespeichertes Programm aus, 
erkennt das Positionssignai von der Servo-Demodulations- 
schaltung 16 und berechnet die SteuergroBe des VCM-Steu- 
erstromes des Stellanlriebes fur die Positionierung. Dariiber 
hinaus steuert die MPU 19 den Antriebsstrom der SPM- 
Treiberschaltung 14. 

[0037] Die VCM-Treiberschaltung 13 umfaBt einen Lei- 
stungsverstarker, welcher bewirkt, daB ein Antriebsstrom zu 
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dem VCM (voice coil motor) flieBt. Die SPM-Treiberschal- 
tung 14 umfaGt einen Leistungsverstarker, welcher bewirkt, 
daB ein Antriebsstrom zu dem Spindelmotor (SPM) 5 flieBt, 
welcher die Magnetplatte 6 drehantreibt. 
[0038] Ein Lesekanal 15 ist eine Schaltung zum Ausfiih- 
ren eines Lese- oder Schreibvorganges. Der Lesekanal 15 
umfaBt eine Modulationsschaltung zum Schreiben von 
Schreibdaten von der Host-CPU auf das Magnetplattenme- 
dium 6, eine Parallel-Serien-Umsetzungsschaltung, eine 
Demodulationsschaitung zum Lesen von Daten von dem 
Magnetplattenmedium 6 und eine Serien-Parallel-Umset- 
zungs schaltung. Eine Servo- Demodulationsschaitung 16 ist 
eine Schaltung zum Demodulieren eines Servomusters, wel- 
ches auf das Magnetplattenmedium geschrieben ist, und sie 
gibt ein Positionssignal an die MPU 19 aus. 
[0039] Daruber hinaus befindet sich innerhalb der Treiber- 
HDA eine Kopf-IC 20 (siehe Fig. 3), welcher einen Schreib- 
verstarker umfaBt, der einen Schreibstrom an den Magnet- 
kopf 4 liefert, sowie einen Vorverstarker, der die Lesespan- 
nung von dem Magnetkopf 4 verstarkt. 
[0040] Hier wird ein Beispiel einer Magnetplattenvorrich- 
tung als Plattenvorrichtung erlautert; es ist jedoch auch 
moglich, eine Optikplatterivorrichtung, wie etwa eine DVD 
oder MO zu verwenden. AuBerdem wurde hier eine Vorrich- 
tung verwendet, die zum Lesen und Schreiben in der Lage 
ist; es ist jedoch auch moglich eineNur-Lese-Vorrichtung zu 
verwenden. 

Kopfaufhangung und Testverfahren 

[0041] Fig. 5 ist eine bildhafte Ansicht der Kopfaufhan- 
gung einer Ausgestaltung der Erfindung, und sie zeigt eine 
Magnetkopfaufhangung 9. 

[0042] Die Aufhangungsbasis 27 ist aus rostfreiern Stahl 
oder dergieichen gebildet. Es gibt ein Dttnnfilmmuster, wel- 
ches auf der Basis 27 von der Isolierschicht gebildet wird. 
Dieses DunnfUmmuster umfaBt: einen ersten Verbindungs- 
anschluB 21, um eine elektrische Verbindung mit dem Ma- 
gnetkopf 4 herzusteilen, einen zweiten Verbindungsan- 
schluB 22, um eine Verbindung mit externen Schaltungen 
herzusteilen; dritte und vierte Verbindungsanschlusse 23, 
24, um eine elektrische Verbindung mit dem Kopf-IC herzu- 
steilen, der das elektrische Signal von dem Magnetkopf ver- 
arbeitet; einen ersten Leitungsweg 28, welcher den ersten 
VerbindungsanschluB 22 und den dritten Verbindungsan- 
schluB miteinander verbindet; einen zweiten Leitungsweg 
26, welcher den zweiten VerbindungsanschluB 22 und den 
vierten VerbindungsanschluB 24 miteinander verbindet; und 
einen MeBanschluB 25, welcher zwischen dem zweiten An- 
schluB 22 und dem vierten VerbindungsanschluB 24 auf dem 
zweiten Leitungsweg 26 angeordnet ist und zur Durchfuh- 
rung von Messungen an dem Kopf-IC 20 dient. 
[0043] Die Sektionen der Basis 27 mit Ausnahme dieser 
Anschlusse 21, 22, 23, 24 und 25 sind mit einer Schutz- 
schicht abgedeckt. Auch ist ein Loch 29 in der Aufhangung 
9 ausgebiidet, durch das der in Fig. 3 gezeigte Stift 50 hin- 
durchgesteckt ist. 

[0044] Fig. 6 ist eine Schemazeichnung der Testvorrich- 
tung einer Ausgestaltung der Erfindung, und Fig. 7 ist eine 
Zeichnung, welche das Testverfahren erlautert. 
[0045] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, umfaBt die Testvorrich- 
tung ein Aufnahmegerust 30 zum Aufnehmen der Aufhan- 
gung 9, einen MeBkopf 31 mit einem Paar Sonden 32, und 
einen Verbinder 33 zum Herstellen einer Verbindung zu ei- 
ner Stromwellenform-MeBvorrichtung (in der Figur nicht 
gezeigt). 

[0046] Das Testverfahren wird jetzt erlautert. Zuerst wird 
cin Kopf-IC-Chip 20 auf die in Fig. 5 gezeigte Aufhangung 



9 aufgesetzt. Beispielsweise wird der Kopf-IC-Chip 20 an 
die dritten und vierten Verbindungsanschlusse 23, 24 auf der 
• Aufhangung 9 angesetzt und mit diesen verbunden. Auf 
diese Weise wird, wie in Fig. 7 gezeigt ist, eine Vielzahl von 

5 Aufhangungen 9 mit den Kopf-IC-Chips 20 in das in Fig. 6 
gezeigte Aufnahmegerust 30 eingesetzt. 
[0047] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, wird der MeBkopf 31 ab- 
gesenkt, ein Paar Sonden 32 wird in Kontakt mit dem ersten 
Kopf- VerbindungsanschluB 21 und dem IC-PriifanschluB 25 

10 auf der Aufhangung 9 gebracht, und ein MeBstrom von den 
Sonden 32 wird an eine Stromwellenform-MeBvorrichtung 
(in der Figur nicht gezeigt) ausgegeben. 
[0048] Der Kopf-IC-Chip 20 umfaBt wenigstens einen Le- 
severstarker und einen Schreibverstarker. Ein reprasentati- 

15 -ves Beispiel konnten die von TI hergesteliten TLS26A803- 
und TLS26A801-Verstarker (Modelinamen) sein. Es ist 
moglich, den Betriebszustand dieser Kopf-IC-Chip- Verstar- 
ker, die Diodeneigenschaften (VI-Eigenschaften) und den 
Verbindungs status zu priifen. 

20 [0049] Da der Kopf-IC 20 an die Kopfaufhangung 9 ange- 
setzt und vor dem Installieren des Kopfes 4 gepruft wird, ist 
es auf diese Weise moglich, den Betrieb und die Verbindung 
des Kopf-IC 20 selbst zu priifen, und auf diese Weise ist es 
moglich, die Kopfanordnung in gute und fehlerhafte Teile 

25 zu trennen, bevor der Kopf 4 installiert wird. Deshalb ist es 
moglich, die Ausbeute zu erhohen, wobei die Kosten der 
Kopfanordnung niedrig gehalten werden. 
[0050] Um den Kopf-IC 20 auf der Aufhangung 9 zu prii- 
fen, ist es daruber hinaus notwendig, daB die MeB sonden 32 

30 in Kontakt mit den Anschlussen kommen. Es ist moglich, 
den Kopf-IC 20 durch Inkontaktbringen der Sonden 32 mit 
dem ersten AnschluB 21 und dem zweiten AnschluB 25 an- 
s telle der dritten und vierten Anschlusse auf dem Kopf-IC 
zu priifen. Allerdings ist der zweite VerbindungsanschluB 25 

35 fur die externe Verbindung in einer Position, angeordnet, fur 
die eine externe Verbindung (zu der Seite der Aufhangung 9 
in Fig. 5) leicht ist, und es ist nicht leicht, eine Sonde 32 an 
diese anzusetzen. Deshalb ist in dieser Erfindung ein MeB- 
anschluB 25 zwischen den zweiten und vierten Verbindungs- 

40 anschlussen 22, 24 angeordnet. Dieser stellt leicht einen 
Kontakt mit der Sonde 32 her und macht es moglich, den 
Kopf-IC schnell zu priifen. 

[0051] Daruber hinaus sind bei der Kopfaufhangung ge- 
maB dieser Erfindung der MeBanschluB 25 und der erste 

45 VerbindungsanschluB in der gleichen Ebene der Aufhan- 
gung 9 angeordnet. Auf diese Weise ist er sogar leichter fur 
einen Kontakt mit dem Paar Sonden 32 zuganglich, was es 
moglich macht, den Kopf-IC 20 noch schneller zu priifen. 
[0052] Zusatzlich sind bei der Aufhangung 9, die in Fig. 5 

50 gezeigt ist, die ersten, zweiten, dritten und vierten Verbin- 
dungsanschlusse 21, 23, 24, 22, die ersten und zweiten Lei- 
tungswege 26, 28 und der MeBanschluB 25 unter Verwen- 
dung eines Dunnfilmmusters auf der Aufhangungsbasis 27 
ausgebiidet. Deshalb kann der MeBanschluB 25 mit dem 

55 gleichen Verfahren wie die anderen Anschlusse und Lei- 
tungswege ausgebiidet werden, was die Konstruktion einfa- 
cher macht. 

Andere Ausgestaltungen 

60 

[0053] Fig. 8 ist eine bildhafte Ansicht einer Kopfaufhan- 
gung gemaB einer anderen Ausgestaltung der Erfindung, 
und Teile, die mit in Fig. 5 gezeigten Teilen identisch sind, 
sind mit dem gleichen Symbol bezeichnet. 
65 [0054] Wie in Fig. 8 gezeigt ist, umfaBt die Kopfaufhan- 
gung 9 eine Kopfaufhangungsbasis 27 und ein ftexibies Ka- 
bel 40 mit einem ersten, zweiten, dritten und vierten Verbin- 
dungsanschluB 22, 23, 24, 25, ersten und zweiten Leitungs- 
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wegen 26, 28 und einern MeBanschluB 25. 
[0055] Ein Lastbalken 41 und eine Kardaneinrichtung 42 
sind an der Basis 27 ausgebildet. Dieses Beispiel zeigt die 
Anwendung einer Aufhangung 9 mit getrennter Basts 27 
undKabel40. ~ 5 

[0056] Fig. 9 ist eine bildhafle Ansicht einer Kopfaufhan- 
gung einer noch anderen Ausgestaltung der Erfindung, und 
Teile, die mit in Fig. 5 und Fig. 8 gezeigten Teilen identisch 
sind, sind mit dem gleichen Symbol gekennzeichnet. 
[0057] Wie in Fig. 9 gezeigt ist, umfaBt die Kopfaufhan- 10 
gung 9 eine Kopfaufhangungsbasis 27 und ein flexibles Ka- 
bel 40 mit einem ersten, zweiten, dritten und vierten Verbin- 
dungsanschluB 22, 23, 24, 25, ersten und zweiten Leitungs- 
wegen 26, 28 und einem MeBanschluB 25. 
[0058] Ein Lastbalken 41 ist in der Basis 27 ausgebildet, 15 
und ein Biegeelement 43 mit einer Kardaneinrichtung 42 ist 
an der Basis 27 befestigt. Dieses Beispiel zeigt auch die An- 
wendung einer Aufhangung 9 mit getrennter Basis 27 und 
Kabel 40. 

[0059] Zusatzlich zu den oben beschriebenen Ausgestal- 20 
tungen kann die Erfindung wie folgt abgeandert werden. 

(1) Es ist ein Beispiel angegeben, bei welchem der 
Kopf-IC an einer Seite der Aufhangung aufgesetzt ist; 

es ist jedoch moglich, den Kopf-IC an beiden Seiten 25 
aufzusetzen. 

(2) Anstelle eines Magnetkopfes kann die Erfindung 
bei einer Aufhangung mit einem optischen Kopf und 
einem magnetooptischen Kopf verwendet werden. 

30 

[0060] Es sind die bevorzugten Ausgestal tungen der vor- 
liegenden Erfindung eriautert worden; die Erfindung ist je- 
doch nicht auf diese Ausgestaltungen beschrankt, sie kann 
vielmehr in verschiedenen Formen innerhalb des Umfanges 
der vorliegenden Erfindung verkorpert werden. 35 
[0061] Wie oben beschrieben wurde hat diese Erfindung 
den folgenden Effekt: 

Zuerst wird der Kopf-IC auf die Kopfaufhangung aufgesetzt 
und gepruft, bevor der Kopf installiert wird. Dabei ist es 
moglich, den Betrieb und die Verbindung des Kopf-ICs 40 
selbst zu priifen, und auf diese Weise ist es moglich, die 
Kopfanordnung in gute und fehlerhafte Teile zu trennen, be- 
vor man den Kopf installiert. Deshalb ist es moglich, die 
Ausbeute zu erhohen, wobei die Kosten der Kopfanordnung 
niedrig gehalten werden. 45 
[0062] Als zweites wird ein MeBanschluB zwischen den 
zweiten und vierten VerbindungsanschlUssen angeordnet, 
um den Kopf-IC auf der Aufhangung zu priifen. Das macht 
den Kontakt mit der Sonde einfach, und macht es moglich, 
den Kopf-IC schnell zu priifen. 50 

Patentanspriiche 

1. Kopfaufhangung einer Plattenvorrichtung, welche 
einen Kopf wenigstens zum Lesen eines Plattenmedi- 55 
urns tragt, umfassend: 

einen ersten VerbindungsanschluB, welcher eine elek- 
trische Verbindung zu diesern Kopf hersteilt; 
einen zweiten VerbindungsanschluB, welcher eine Ver- 
bindung zu externen Schaltungen hersteilt; 60 
dritte und vierte Verbindungsanschlusse, welche eiek- 
trische Anschliisse zu einem KopMC herstellen, der 
ein elektrisches Signal von diesem Kopf verarbeitet; 
einen ersten Leitungsweg, welcher den ersten Verbin- 
dungsanschluB mit dem dritten VerbindungsanschluB 65 
verbindet; 

einen zweiten Leitungsweg, welcher den zweiten Ver- 
bindungsanschluB mit dem vierten Verbindungsan- 
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schiuB verbindet; und 

einen MeBanschluB, welcher zwischen tiem zweiten 
VerbindungsanschluB und dem vierten Verbindungsan- 
schluB des zweiten Leitungsweges angeordnet ist und 
welcher dazu dient, Messungen an dem Kopf-IC 
durchzufuhren. 

2. Kopfaufhangung nach Anspruch 1, bei welcher der 
MeBanschluB und der erste VerbindungsanschluB so 
angeordnet sind, daB sie sich auf der gleichen Ebene 
der Aufhangung befinden, 

3. Kopfaufhangung nach Anspruch 1 oder 2, bei wel- 
cher die ersten, zweiten, dritten und vierten Verbin- 
dungsanschlusse, die ersten und zweiten Leitungswege 
und der MeBanschluB unter Verwendung eines Dunn- 
filmmusters auf der Basis der Aufhangung ausgebildet 
sind. 

4. Kopfaufhangung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
femer umfassend: 

eine Basis fur die Kopfaufhangung; und 
ein flexibles Kabel, auf welchem der erste, zweite, 
dritte und vierte VerbindungsanschluB, die ersten und 
zweiten Leitungswege und der MeBanschluB ausgebil- 
det sind. 

5. Kopfaufhangung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
bei welchem der erste VerbindungsanschluB mit einem 
Magnetkopf elektrisch verbunden ist. 

6. Plattenvorrichtung umfassend: 
einen Kopf, um wenigstens ein Plattenmedium zu le- 
sen; 7 

einen Kopf-IC, welcher ein elektrisches Signal von 
diesem Kopf verarbeitet; 

eine Kopfaufhangung, welche diesen Kopf tragt und 
welche diesen Kopf-IC enthalt; und 
einen Stellantrieb, welcher die Kopfaufhangung tragt 
und den Kopf gegenuber dem Plattenmedium bewegt; 
wobei 

die Kopfaufhangung umfaBt: 

einen ersten VerbindungsanschluB, um eine elektrische 
Verbindung zu dem Kopf herzustellen; 
einen zweiten VerbindungsanschluB, um eine Verbin- 
dung zu externen Schaltungen herzustellen; 
dritte und vierte Verbindungsanschlusse, um elektri- 
sche Verbindungen zu dem Kopf-IC herzustellen; 
einen ersten Leitungsweg, welcher die ersten und drit- 
ten Verbindungsanschlusse miteinander verbindet; 
einen zweiten Leitungsweg, welcher die zweiten und 
vierten Verbindungsanschlusse miteinander verbindet; 
und 

einen MeBanschluB, welcher zwischen dem zweiten 
VerbindungsanschluB und dem vierten Verbindungsan- 
schluB des zweiten Leitungsweges angeordnet ist, und 
welcher dazu dient, Messungen an dem Kopf-IC vor- 
zunehmen. 

7. Plattenvorrichtung nach Anspruch 6, bei welcher 
der MeBanschluB und der erste VerbindungsanschluB 
so angeordnet sind, daB sie sich in der gleichen Ebene 
der Aufhangung befinden. 

8. Plattenvorrichtung nach den Arispriichen 5 oder 6, 
bei welcher die ersten, zweiten, dritten und vierten Ver- 
bindungsanschlusse, die ersten und zweiten Leitungs- 
wege und der MeBanschluB unter Verwendung eines 
Dunnfilmmusters auf der Basis der Aufhangung gebil- 
det sind. 

9. Plattenvorrichtung nach den Anspruchen 6, 7 oder 
8, femer umfassend: 
eine Basis fur die Kopfaufhangung; und 
ein flexibles Kabel, auf welchem der erste, zweite, 
dritte und vierte VerbindungsanschluB, die ersten und 
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zweiten Leitungswege und der MeBanschluB gebildet 
sind. 

10. Plattenvorrichtung nach einem der Anspruche 6 
bis 9, bei welcher der Kopf einen Magnetkopf umfaBt. 

11. Testverfahren fur einen Kopf-IC urnfassend: . 5 
einen Sc hritt des Installierens eines Kopf-ICs zum Ver- 
arbeiten eines elektrischen Signals von einem wenig- 
stens zum Lesen eines Piattenmediums dienenden 
Kopf auf einer Kopfaufhangung, welche diesen Kopf 
tragt; und 10 
einen Schritt des Aufsetzens einer Sonde auf einen An- 
schluB der Kopfaufhangung, um elektrische Eigen- 
schaften des Kopf-ICs zu priifen. 

12. Testverfahren nach Anspruch 11, bei welchem die 
Kopfaufhangung umfaBt: 15 
einen ersten VerbindungsanschluB, um eine elektrische 
Verbindung zu dem Kopf herzustellen; 

einen zweiten VerbindungsanschluB, um eine Verbin- 
dung zu extemen Schaltkreisen herzustellen; 
dritte und vierte Verbindungsanschiusse, um einen 20 
elektrischen Verbindung zu dem Kopf-IC herzustellen; 
einen ersten Leitungsweg, welcher die ersten und drit- 
ten Verbindungsanschiusse miteinander verbindet; 
einen zweiten Leitungsweg, welcher die zweiten und 
vierten Verbindungsanschiusse miteinander verbindet; 25 
und 

einen MeBanschluB, welcher zwischen dem zweiten 
VerbindungsanschluB und dem vierten Verbindungsan- 
schluB des zweiten Leitungsweges angeordnet ist, auf 
welchem die Sonde angeordnet ist. 30 

13. Testverfahren nach Anspruch 11, bei welchem der 
MeBanschluB und der erste VerbindungsanschluB so 
angeordnet sind, daB sie sich auf der gleichen Ebene 
der Aufhangung befinden. 

14. Testverfahren nach Anspruch 11, bei welchem die 35 
ersten, zweiten, dritten und vierten Verbindungsan- 
schiusse, die ersten und zweiten Leitungswege und der 
MeBanschluB unter Verwendung eines Diinnnlmmu- 
sters auf der Basis der Aufhangung gebildet sind. 

15. Testverfahren nach Anspruch 11, ferner umfas- 40 
send: 

eine Basis fur die Kopfaufhangung; und 
ein flexibles Kabel, auf welchem der erste, zweite, 
dritte und vierte VerbindungsanschluB, die ersten und 
zweiten Leitungswege und der MeBanschluB ausgebil- 45 
det sind. 

16. Testverfahren nach Anspruch 11, bei welchem der 
Kopf einen Magnetkopf umfaBt 

17. Herstellungsverfahren fur eine HGA (Kopf-Kar- 
dananordnung), urnfassend: 50 
einen Schritt des Installierens eines Kopf-ICs zum Ver- 
arbeiten eines elektrischen Signals von einem wenig- 
stens zum Lesen eines Piattenmediums vorgesehenen 
Kopfes auf einer Kopfaufhangung, welche diesen Kopf 
tragt; 55 
einen Schritt des Aufsetzens einer Sonde auf einen An- 
schluB der Kopfaufhangung, um elektrische Eigen- 
schaften des Kopf-ICs zu priifen; und . 

einen Schritt des Installierens eines Kopfes auf der 
Kopfaufhangung mit dem Kopf-IC. 60 

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen 
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